
Une deuxieme q6n6ration
de SoC vq pous6er l'integ!'a.tion
systegme a un niveau sup6rieur

a plupart des circuits sp6cifiques
(Asic) ou d6dies (ASSP) comPlexes
sont aujourd'hui des systdmes sur

une puce (SoC): on en trouve par exemple

dans les lecteurs MP3,Ies boitiers-d6codeurs

TV, Ies smartphones et autres radiot6l6-
phones multim6dias, Ies enregistreurs de

DVD et les routeurs pour applications sans

ft-l. Selon Ia d6finition de Ia soci6t6 d'analyse

am6ricain ces sYstdmes sur une

ruce intdgrent, au moins, de la logigue, des

memoires et un ccur de processeur. Ces SoC
peuvent aussi int6grer des fonctions analo-
giques ou mixtes, m6me si de plus en plus

de fabricants de semiconducteurs tendent

ii vouloir s6parer les fonctions purement

alalogiques des fonctions num6riques, Ies

deux technologies 6tant difficilement opti-

misables simultan6ment.
Selon la soci6t6 d'analyse, Ies deux types de

SoC (Asic et ASSP) se partagent non equrta-
blement un march6 qui passerait de 46 mil-

liards de dollars en 2005 d 84 milliards en

2010 (voir sch6ma). Toujours selon I'ana-

lyste, plus de 50 % des designs de circuits

Un SoC intdgre
au moins un ceur
de processeur, des
fonctions logiques
et des m6moires, seton
ta d6finition de Gartner.

Selon Gartner, te
march6 des SoC
atteindrait 84 mittiards
de dotlars en 201 0, soit
80% de ptus qu'en 2005.

Evolution du march6 des SoC len mittiards de dottarst
Source: Gartner
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sp6cifiques lanc6s
dans le  monde
actuellement sont
des SoC, et cette
paft pourrait pas-

ser d 80 % en 2010.
La m6me tendance
est valable pour les
ASSP avec toute-
fois une avance
d'un d deux ans
pour ces derniers.
S i  1 'on  en  c ro i t
Bryan Lewis, vice-
pr6sident respon-

sable des 6tudes Asic/SoC/FPGA chez

Gartner, une seconde gen6ration de sys-
tdmes sur une puce (SoC) est toutefois en
pr6paration pour porter I'intogration sys-

tdme d un niveau sup6rieur. Cette seconde
g6n6ration pourrait g6n6rer un march6 de
5 milliards de dollars dds cette ann6e et de

30 milliards d I'horizon 2010. Elle s'articulera
autour du concept de plate-forme, un concept

d6jd trds en vogme dans Ie monde des cir-
cuits sp6cifiques, qu'i] s'agisse des circuits
d base de cellules, de r6seaux structures ou

de pr6diffus6s programmables.

Des circuits muttifonctions et mutti 0S

Mais cette seconde g6n6ration ira encore
plus loin. 11 s'agira d'un norcujt multitonc-
tionnei integrant plusieurs c@urs de proces-

seurs, chacun pilotant un sous-systdme dis-
posant de sonprcprc systdme d'exploitation
et de ses API. D, e>rpligue M. Lewis, citant en

exemple les plates-formes de premidre ge-

n6ration OMAP2 de Texas L:struments, Nex-
peria de Philips Semiconductors et UniPhier
de Panasonic. Ces plates-formes poufiont

int6grer differents types de technologies.
Mais nbien du travail reste d fafte, tant du

c6t6 des outils de conception au niveau sys'

ftme IESL] que de la r6utilisation des blocs
de prcpri'te intellectuelle et des logiciels
embarquds avant de maiftiser cette seconde
gen1ration de SoC r, alfirme M. Lewis.

En attendant, il existe d6id une multitude de

solutions pour int6grer un sous-systeme
complet sur une puce. Le nec plus ultra du
SoC est aujourd'hui fabdgu6 en technologie
Cmos 90nm, gu'il s'agisse de circuits sp6ci-
fiques ou de circuits programmables; mais,
dans I'un comme dans I'autre cas, les ctcuits
65nm pointent leur nez de fagon de plus en
plus insistante. Les deux principaux fournis-
seurs de circuits programmables, Altera et

Xilinx, qui ont fait beaucoup d'efforts pour

rattraper leur retard technologique relatif, se
situent d6sormais sur un pied d'6ga-lite avec
Ieurs colldgues sp6cialistes des Asic. Tant en

ce qui concerne les technologies de fabri-
cation que Ia complexit6 de leurs circuits
etlou I'utilisation de cceurs de processeurs

(int6gr6s dans certaines plates-formes de

Xilinx). De son c6t6, Actel va encore plus loin

et intdgre des fonctions analogiques et
mixtes dans ses FPGA.
Le principal probldme li6 d la conception des

SoC, et gui explgue probablement la relative
stagnation d I'avenir du march6 des circuits

sp6cifiques sur une puce (SoC Asic -voir

sch'ma), est I'inllation des cofits et temps de

d6veloppement. S'y rajoute Ie probldme r6cw-

rent de I'utilisation sur une m6me puce de

blocs dlIP- d'origines ffi6rentes, en d6pit des

efforts d'organisations comme VSIA, OCP-IP

et autres. Les principaux fournisseurs de SoC

sp6cifigues sont d ce jour, par ordre alphab6-
tigue, Fujitsu, IBM, LSI Logtc, Nec Electronics,
Phjlips Semiconductors, STMicroelectronics,
Texas Instruments et Toshiba. -
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